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ご注意：この日本語データシートは参考資料として提供しており、内容が最新でない
場合があります。製品のご検討およびご採用に際しては、必ず最新の英文デー
タシートをご確認ください。
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LM70
SPI/MICROWIREインタフェース対応 10ビット＋サイン・デジタル温度センサ

CS65

CS65

概要

LM70は、SPIおよびMICROWIRE互換インタフェースを備えた
デルタ・シグマ型 A/Dコンバータ内蔵の温度センサで、LLPおよ
びMSOP8ピン・パッケージで供給されます。 ホストプロセッサは、
いつでも LM70 との温度の読み出しのためのアクセスが可能で
す。 シャットダウン・モードでは、消費電流が 10μA未満まで低減
します。このモードは、平均消費電力が低いことが必須であるシ
ステムに最適です。

LM70は、－ 55℃～＋ 150℃の動作温度範囲に対して 10ビット
＋サインの温度分解能 (LSBあたり0.25℃ )を備えています。

LM70は 2.65V～ 5.5Vの動作電源電圧、低電源電流、シンプ
ルな SPIインタフェースにより、幅広いアプリケーションで理想的な
デバイスとして動作します。 このアプリケーション例として、ハード・
ディスク・ドライブ、プリンタ、電気的テスト装置、OA機器などの
温度監視や加熱保護などが挙げられます。

アプリケーション
■ システム温度監視
■ パーソナルコンピュータ
■ ディスク・ドライブ
■ OA 機器

■ 電気的テストシステム
■ PC サーバ /ネットワーク・サーバ
■ ワークステーション /ワークステーション・サーバ
■ 通信システム基地局
■ DTCXOモジュール
■ UPS

特長
■ 0.25℃の温度分解能

■ シャットダウン・モードによる温度読み出し間の節電

■ SPIおよびMICROWIREバス・インタフェースを装備

■ MSOP-8および LLP-8パッケージによる省スペース

■ UL 規格に適合

主な仕様

■ 電源電圧 2.65V～ 5.5V
■ 電源電流 通常動作時 260 μA (代表値 )

490 μA (最大 )
シャットダウン時 12 μA (代表値 )

■ 検出精度

－ 40℃～＋ 85℃ ± 2℃ (最大 )

－ 10℃～＋ 65℃ ＋ 1.5/－ 2℃ (最大 )
－ 55℃～＋ 125℃ ＋ 3/－ 2℃ (最大 )
－ 55℃～＋ 150℃ ＋ 3.5/－ 2℃ (最大 )

機能ブロック図
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MSOP-a

TOP VIEW
NS Package Number MUA08A

LLP-8

TOP VIEW
NS Package Number LDA08A

製品情報

端子説明

端子名 SOP-8

端子 #

LLP-8

端子 #

機能 代表的な接続

SI/O 1 1 入出力：シリアル・バス双方向データラインで シュ
ミット・トリガ入力

コントローラとの双方向

SC 2 3 クロック：シリアル・バス用クロックでシュミット・トリガ
から入力ライン 

コントローラから

GND 4 7 電源グラウンド グラウンドと接続

V+ 5 5 正の電源電圧入力 2.65V～ 5.5Vの DC電源電圧に接続。 
0.1μFのセラミック・コンデンサでバイパスし
てください。

CS 7 8 チップ・セレクト入力 コントローラから

NC 3, 6, 8 2, 4, 6 未接続 これらの端子はいかなる方法でもLM70の
ダイには接続されていません。
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代表的なアプリケーション

FIGURE 1.   COP Microcontroller Interface
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本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

動作定格

温度－デジタル変換電気的特性
特記のない限り、以下の仕様は LM70-3に対しては、V+＝ 2.65V～ 3.6V、LM70-5に対しては、V+＝ 4.5V～ 5.5Vに対して適用さ
れます (Note 6)。 太文字表記のリミット値は TA＝ TJ＝ TMIN～ TMAXにわたって適用され、その他のすべてのリミット値は TA＝TJ＝
＋ 25℃に対して適用されます。

ロジック電気的特性

デジタル DC 電気的特性
特記のない限り、以下の仕様は LM70-3に対しては、V+＝ 2.65V～ 3.6V、LM70-5に対しては、V+＝ 4.5V～ 5.5Vに対して適用さ
れます。 太文字表記のリミット値は TA＝ TJ＝ TMIN～ TMAXにわたって適用され、その他のすべてのリミット値は TA＝ TJ＝＋ 25℃
に対して適用されます。

電源電圧 － 0.3V～＋ 6.0V

各端子電圧 － 0.3V～ (V+＋ 0.3V)

各端子の入力電流 (Note 2) 5 mA

パッケージの入力電流 (Note 2) 20 mA

保存温度範囲 － 65℃～＋ 150℃

ハンダ付け条件、リード温度

MSOP-8 および LLP-8 パッケージ (Note 3)

　べーパフェーズ (60 秒 ) 215℃
　赤外線 (15 秒 ) 220℃

ESD 耐性 (Note 4)

人体モデル 3000V

　マシンモデル 300V

定格温度範囲 (Note 5) TMIN～ TMAX

－ 55℃～＋ 150℃

電源電圧範囲 (＋VS) ＋ 2.65V～＋ 5.5V
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ロジック電気的特性 (つづき)

シリアル・バス・デジタルスイッチング特性
特記のない限り、以下の仕様は LM70-3に対しては、V+＝ 2.65V～ 3.6V、LM70-5に対しては、V+＝ 4.5V～ 5.5V、CL＝ 100pF
(容量性負荷 )に対して適用されます。 太文字表記のリミット値は TA＝ TJ＝ TMIN～ TMAXにわたって適用され、その他のすべての
リミット値は TA＝TJ＝＋ 25℃に対して適用されます。

タイミング図

FIGURE 2.   Data Output Timing Diagram

FIGURE 3.   TRI-STATE Data Output Timing Diagram

FIGURE 4.   Data Input Timing Diagram
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Note 1: 絶対最大定格とは、ICに破壊が発生する可能性があるリミット値をいいます。 動作定格とはデバイスが機能する条件を示しますが、特定の性能リミット値

を示すものではありません。

Note 2: いずれかの端子で入力電圧 (VI) が電源電圧を超えた場合 (VI <GNDまたは VI > ＋ VS)、その端子の入力電流を 5mA 以下に制限しなければなりま
せん。 最大パッケージ入力定格電流 (20mA)により、電源電圧を超えて 5mAの電流を流せる端子数は 4 本に制限されます。 

Note 3: その他の表面実装法については、ナショナルセミコンダクター社の最新版データブックの「表面実装」の項を参照ください。

Note 4: 人体モデルの場合、100pFのコンデンサから直列抵抗 1.5kΩを通して各端子に放電させます。 マシンモデルの場合は、200pF のコンデンサを介して直
接各端子に放電させます。

Note 5:  高温で動作させたときは、LM70 の製品寿命は短くなります。  LM70の接合部・周囲温度間熱抵抗 (θJA)は、プリント回路基板に実装した場合に 200
℃ /W と規定されています。

Note 6: LM70CILD および LM70CIMMは、2.65V～ 5.5Vの電源電圧範囲で動作します。 － 10℃～＋ 65℃、－ 40℃～＋ 85℃、－ 55℃～＋ 125℃、
－ 55℃～＋ 150℃の各温度範囲での "Temperature Error" は、電源電圧の公称値からの± 5％変動により生じる誤差を含みます。 "Temperature Error"
は、電源電圧 (V+)が公称値から± 10％変動すると、誤差が± 0.3℃増大します。

Note 7: 代表値 (Typical) は、TA＝ 25℃で得られる最も標準的な数値です。

Note 8: リミット値はナショナル セミコンダクター社の平均出荷品質レベルAOQLに基づき保証されます。

Note 9: この仕様は、温度データがどれぐらいの頻度でアップデートされるかを示すためにのみ規定されています。 LM70は変換状態に関係なくいつでも読み出し
が可能です (LM70は、その時の最後の変換結果を読み出しデータとして生成します )。 実行中の変換は中断できません。 出力シフト・レジスタは、読み
出しが終了したときにアップデートされ、次の変換が開始されます。

Note 10: 精度を最大限に得るために、出力負荷を最小限に押えてください。 シンク電流が大きくなるにつれて、内部発熱によってセンサの精度に影響します。 これ
は、最大シンク電流時および接合部・周囲温度間熱抵抗に基づく飽和電圧において、0.64℃の誤差を招きます。
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電気的特性 (つづき)

FIGURE 5.   Temperature-to-Digital Transfer Function (Non-linear scale for clarity)

TRI-STATE テスト回路

FIGURE 6.   
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Average Power-On Reset Voltage vs Temperature

Temperature Error

Static Supply Current vs Temperature
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LM70温度センサは、バンドギャップ型の温度センサと10ビット＋
サインΔΣ ADC (デルタ・シグマ型 A/Dコンバータ ) を組み込ん
でいます。 LM70の 3線式シリアル・インタフェースは SPIおよび
MICROWIREと互換性があるため、一般的なマイクロコントロー
ラやプロセッサと簡単に通信できます。 シャットダウン・モードを利
用して、さまざまなアプリケーションにおいて消費電流を最適化で
きます。 製造メーカーIDレジスタは、LM70をナショナルセミコンダ
クター社製品として識別します。

1.1 パワーアップおよびパワーダウン

LM70 は、電源投入時には常に既知の状態にあります。 パワー
アップ時のデフォルト条件は連続変換モードです。 パワーアップ直
後は、最初の温度変換が終了するまで、LM70は任意の誤った
コードを出力します。

電源電圧が約 1.6V(代表値 ) 以下である場合には、LM70はパ
ワーダウンモードとして認識されます。 パワーアップ直後は、最初
の温度変換が終了するまで、LM70は任意の誤ったコードを出力
します。

1.2 シリアル・バス・インタフェース

LM70はスレーブとして動作し、SPIまたはMICROWIREバス仕
様と互換性があります。 データは、シリアル・クロック(SC) パルス
の立ち下がりエッジでクロックに同期して出力され、SC パルスの
立ち上がりエッジでクロックに同期して入力されます。 1回の送信
と受信の通信は、32 個のシリアル・クロック・パルスで構成されま
す。 最初の 16クロックが通信の送信期間を構成し、2 番目の 16
クロックが受信期間です。

CSが Highのときは、SI/Oは TRI-STATE®になります。 通信は、
チップ・セレクト(CS) 端子をLow にして開始します。 クロックSC
が LowからHighに遷移中に、CSをHighにしてはなりません。
CSを Lowにすると、シリアル I/O端子 (SI/O) が最初のデータ・
ビットを送信します。 そこで、マスタは SCの立ち上がりエッジでそ
のビットを読み取ることができます。 以降のデータ・ビットも、SCの
立ち下がりエッジによって順次にクロック同期出力されます。 14
ビット・データ (サイン (1ビット) 、温度データ (10ビット)、High (3
ビット) が送信されると、SI/Oラインは TRI-STATEになります。 CS
は送信期間中いつでも High にできます。 変換の途中で CS が
Lowになった場合は、LM70は変換を終了し、出力シフト・レジ
スタは CSが再び Highに戻された後にアップデートされます。

通信の受信期間は、16SC周期の後に開始します。 CSは 32SC
サイクルの間 Lowにとどめておくことができます。 LM70は、SI/O
に送信されているデータ・ビットをSCの立ち上がりエッジで読み取
ります。 入力データは 8ビットのシフト・レジスタに読み込まれます。
LM70は、最後にシフト・レジスタにシフト・インされた 8ビットを検
知します。 受信期間は 16SC 周期まで持続可能です。 LM70を
シャットダウン・モードにするためには、全ビット＝ 1のパターンをシ
フトさせなければなりません。 どのビット位置でも、ゼロ・ビットが 1
つでもあると、LM70 はシャットダウン・モードから出て通常モード
に移ります。 LM70に送信するコードは下記のものに限定してくだ
さい。 

• 00 hex (通常動作 )

• 01 hex (通常動作 )

• 03 hex (通常動作 )

• 07 hex (通常動作 )

• 0F hex (通常動作 )

• 1F hex (通常動作 )

• 3F hex (通常動作 )

• 7F hex (通常動作 )

• FF hex (シャットダウン、製造メーカー ID 送信 )

 .

上記以外のコードを送信すると、LM70はテスト・モードになる場
合があります。 テスト・モードは、プロダクション・テスト時に LM70
の機能を完全に試験する場合に、ナショナルセミコンダクター社が
使用するものです。 LM70は、CSが Highになる前の最後に送
信された 8ビットしか検出しないので、上記送信コードには 8ビッ
トしか定義されていません。

次の通信手順を使用して、製造メーカー / デバイスの ID を認識
した後ただちに LM70を連続変換モードにできます。 CSを Low
に維持して、次の操作を行います。 

• 16ビットの温度データを読む

• 16ビットのシャットダウン指令データを書き込む

• 16ビットの製造メーカー /デバイス ID データを読み出す

• 8～ 16ビットの変換モード指令データを書く

• CSをHighにする

 

変換を完了させるためには LM70 が実際に温度データを送信す
るまでに、250ms経過させる必要があることに注意してください。

1.3 温度データフォーマット

温度データは、11ビットの、LSB (最下位ビット )が 0.25℃に対
応する2の補数形式で表示されます。

Note: 最後の 2ビットは TRI-STATEであり、表中では 1として表
されています。

最初のデータ・バイトは、MSBファースト形式の MSB バイトであ
り、これでは、温度条件を知るために必要なだけのデータ量しか
伝達できません。 例えば、温度データの最初の 4ビットが過温度
状態を示す場合は、ホスト・プロセッサは即時に過温度対策を講
じることができます。

1.4 シャットダウン・モード

シャットダウン・モードは、Figure7c に示すように、LM70 に XX
FF を書き込むことで有効にします。1.2 項で説明しています。
LM70 がシャットダウン・モードにある場合でも、シリアル・バスは
依然アクティブな状態にあります。 このとき、各シリアル通信間の
消費電流が 10mA 未満に低下します。 シャットダウン・モードで
は、LM70は常に 1000 0001 0000 00XX を出力します。 これは
製造メーカー ID/ デバイス ID情報です。 このフィールドの最初の
5ビット(1000 0XXX)は製造メーカーの ID 用として予約されてい
ます。
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1.5 内部レジスタ構成

LM70には、温度レジスタ、構成レジスタ、および製造メーカー /デバイス IDレジスタの 3 つのレジスタがあります。 温度および製造メー
カー /デバイス ID両レジスタは読み出し専用です。 構成レジスタは書き込み専用です。

1.5.1 構成レジスタ

(シャットダウン・モードまたは連続変換モードを選択します )

(Write Only)

D0～ D15の設定が XX FF hexの場合、シャットダウン・モード
を有効にします。

D0～D15の設定が XX 00 hexの場合、連続変換モードを有効
にします。

Note: D0～D15を他のどの値に設定した場合も、LM70は製造
メーカーのテスト・モードになり、そのときに LM70は前に説明した
ように応答を停止します。 これらのテスト・モードは、ナショナル セ
ミコンダクター社のプロダクション・テスト専用です。 詳細について
は、1.2項「シリアル・バス・インタフェース」を参照してください。

1.5.2 温度レジスタ

(Read Only)

D0～D1: 未定義ビット。 TRI-STATE が SI/Oに送信されます。

D2～D4: 常に Highに設定されます。

D5～D15: 温度データビット。 2の補数表示で 1LSB＝ 0.25℃。

1.5.3 製造メーカー／デバイス IDレジスタ

(Read Only)

D0～D1: 未定義ビット。 TRI-STATEが SI/Oに送信されます。

D2～D4: 常に Lowに設定されます。

D5 ～ D15: 製造メーカー ID データ。 このレジスタは、LM70 が
シャットダウン・モードになるたびにアクセスされます。
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2.0 シリアル・バス・タイミング図

a) Reading Continuous Conversion - Single Eight-Bit Frame

b) Reading Continuous Conversion - Two Eight-Bit Frames

c) Writing Shutdown Control

FIGURE 7.   Timing Diagrams

3.0 アプリケーション・ヒント
LM70のような温度センサ ICで温度を測定する場合、所望の結
果を得るには、センサがダイ自身の温度を測定することを理解す
る必要があります。 LM70の場合には、ダイと外界との間の最も優
れた温度検出経路は、LM70の端子を介した経路です。 MSOP-
8 パッケージの場合は、グラウンド端子が LM70 のダイの裏面に
接続されているため、ダイの温度に最も影響を与えるのはグラウン
ド端子になります。 ただし、それ以外の端子も LM70 のダイの温
度に若干影響するので、無視できません。 LM70 では、温度が
ダイから各端子に良く伝わるため、プリント回路基板に LM70 を
実装すれば、その基板温度の正確な測定値が得られます。 プラ
スチックパッケージと LM70 のダイとの温度検出経路の影響は小

さいです。 周囲温度がプリント回路基板の温度と著しく異なって
いる場合には、測定温度の影響は小さいです。

プローブタイプのアプリケーションでは、LM70 をシールドメタル
チューブの内部に実装し、バスに浸したり、タンクの細い穴にねじ
込むこともできます。 LM70およびその配線と回路は、一般の IC
と同様にリークや腐食を防止するために絶縁し、乾いた状態を保
つ必要があります。 これは特に結露するような低い温度で動作す
る場合にあてはまります。 LM70およびその配線と回路のリークや
腐食を防止するために、プリント基板のコーティング、ワニス、
Humisealなどのエポキシ塗布や侵漬がよく使用されます。
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FIGURE 8.   Temperature monitor using Intel 196 processor 

FIGURE 9   LM70 digital input control using micro-controller's general purpose I/O.
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外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

8-Lead Molded Mini Small Outline Package (MSOP)
(JEDEC REGISTRATION NUMBER M0-187)

Order Number LM70CIMM-3, LM70CIMMX-3,  LM70CIMM-5 or  LM70CIMMX-5
 NS Package Number MUA08A

8-Lead Molded Leadless Leadframe Package
Order Number  LM70CILD-3,  LM70CILDX-3,  LM70CILD-5 or  LM70CILDX-5

NS Package Number LDA08A
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生命維持装置への使用について
ナショナル セミコンダクター社の製品は、ナショナル セミコンダクター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL
COUNSEL)の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは
認められていません。
ここで、生命維持装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b)生命を維持あるいは
支持するものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与
えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。
また掲載内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料（日本語 /英語）はホームページより入手可能です。 www.national.com/jpn/

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター社
は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告な
く変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、
またはその他を問わず、付与するものではありません。
試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が
課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナ
ル セミコンダクター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナショナル セミコンダクター社の部品
を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター社の製品を用いたいかなる製品の使用ま
たは供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。
それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター社
は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目
的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表
明または黙示的保証も行いません。

National Semiconductorとナショナル セミコンダクターのロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランド
や製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。
Copyright © 2006 National Semiconductor Corporation
製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。



IMPORTANT NOTICE 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF004e00530020004400610074006100730068006500650074002075280020ff0800480069006700680020005100750061006c006900740079ff09>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




